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二、说明、目录、图表目录
中企顾问网发布的《2024-2030年中国集成电路封装市场深度分析与投资可行性报告》报告中

的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，

以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产

业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律

，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。     报告目录：  第1章：中国集成电路封装

行业发展背景 1  1.1 集成电路封装行业定义及分类 1  1.1.1 集成电路封装行业定义 1  1.1.2 集成

电路封装行业产品大类 1  1.1.3 集成电路封装行业特性分析 11  （1）行业周期性 11  （2）行业

区域性 11  （3）行业季节性 11  1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 11  我国

在集成电路领域首先发展的即是封装测试业，由于具备成本和地缘优势，我国半导体封装测

试企业快速成长，同时国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，目前我国已经成为

中国主要封装基地之一。封装测试业已成为中国半导体产业的主体，在技术上也开始向国际

先进水平靠拢。  1.2 集成电路封装行业政策环境分析 12  1.2.1 行业管理体制 12  1.2.2 行业相关

政策 12  1.3 集成电路封装行业经济环境分析 15  1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析 15  （1）国

际宏观经济现状 15  （2）国际宏观经济环境对行业影响分析 16  1.3.2 国内宏观经济环境及影响

分析 17  （1）GDP增长情况分析 17  （2）居民收入水平 17  1.4 集成电路封装行业技术环境分

析 18  1.4.1 集成电路封装技术演进分析 18  1.4.2 集成电路封装形式应用领域 19  1.4.3 集成电路

封装工艺流程分析 19  1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 20     第2章：中国集成电路产业发展

分析 21  2.1 集成电路产业发展状况 21  2.1.1 集成电路产业链简介 21  集成电路产业链条主要包

括：IC设计和光罩制造、IC制造以及IC测试、封装。  2.1.2 集成电路产业发展现状分析 21  （1

）行业发展势头良好 21  （2）行业技术水平快速提升 21  （3）行业竞争力仍有待加强 22  （4

）产业结构进一步优化 22  2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 22  （1）三大区域集聚发展格

局业已形成 22  （2）整体呈现&ldquo;一轴一带&rdquo;的分布特征 23  （3）产业整体

将&ldquo;有聚有分，东进西移&rdquo; 23  2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 23  （1）产业政

策环境进一步向好 23  （2）战略性新兴产业将加速发展 24  （3）资本市场将为企业融资提供

更多机会 24  2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 24  （1）规模小 24  （2）创新不足 25  （3）

价值链整合不够 25  （4）产业链不完善 25  2.1.6 集成电路产业发展预测 26  2.2 集成电路设计业

发展状况 26  2.2.1 集成电路设计业发展概况 26  2.2.2 集成电路设计业发展特征 26  （1）产业规

模持续扩大 26  （2）质量上升数量下降 27  （3）企业规模持续扩大 27  （4）技术能力大幅提

升 28  2.2.3 集成电路设计业发展隐忧 29  2.2.4 集成电路设计业新发展策略 31  2.2.5 集成电路设

计业发展预测 33  2.3 集成电路制造业发展状况 35  2.3.1 集成电路制造业发展现状分析 35  （1）

集成电路制造业发展总体概况 35  （2）集成电路制造业发展主要特点 36  （3）集成电路制造



业规模及财务指标分析 38  2.3.2 集成电路制造业经济指标分析 40  （1）集成电路制造业主要经

济效益影响因素 40  （2）集成电路制造业经济指标分析 41  （3）不同规模企业主要经济指标

比重变化情况分析 41  （4）不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析 41  （5）不同地区

企业经济指标分析 42  2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析 42  （1）全国集成电路制造业供给情

况分析 42  （2）全国集成电路制造业需求情况分析 43  （3）全国集成电路制造业产销率分析

44  2.3.4 集成电路制造业发展预测 44     第3章：中国集成电路封装行业发展分析 46  3.1 中国集

成电路封装行业整体发展情况 46  3.1.1 集成电路封装行业规模分析 46  3.1.2 集成电路封装行业

发展现状分析 46  3.1.3 集成电路封装行业利润水平分析 46  3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技

术比较 47  3.1.5 集成电路封装行业影响因素分析 47  （1）有利因素 47  （2）不利因素 48  3.1.6 

集成电路封装行业发展趋势及前景预测 48  （1）发展趋势分析 48  （2）前景预测 48  3.2 半导

体封测发展情况分析 49  3.2.1 半导体行业发展概况 49  3.2.2 半导体行业景气预测 50  3.2.3 半导

体封装发展分析 50  （1）封装环节产值逐年成长 50  （2）封装环节外包是未来发展趋势 50 

3.3集成电路封装类专利分析 51  3.3.1 专利分析样本构成 51  （1）数据库选择 51  （2）检索方

式 51  3.3.2 专利发展情况分析 51  （1）专利申请数量趋势 51  （2）专利公开数量趋势 51  （3

）技术类型情况分析 52  （4）技术分类趋势分布 52  （5）主要权利人分布情况 52  3.4 集成电

路封装过程部分技术问题探讨 52  3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 52  （1）封装开

裂的影响因素分析 52  （2）管控影响开裂的因素的方法分析 53  3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问

题产生原因分析及对策 53  （1）产生芯片弹坑问题的因素分析 53  （2）预防芯片弹坑问题产

生的方法 54     第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 55  4.1 集成电路市场分析 55  4.1.1 

集成电路市场规模 55  4.1.2 集成电路市场结构分析 55  （1）集成电路市场产品结构分析 55  （2

）集成电路市场应用结构分析 56  4.1.3 集成电路市场竞争格局 57  4.1.4 集成电路国内市场自给

率 57  4.1.5 集成电路市场发展预测 57  4.2 集成电路封装行业需求分析 58  4.2.1 计算机领域对行

业的需求分析 58  （1）计算机市场发展现状 58  （2）集成电路在计算机领域的应用 59  （3）

计算机领域对行业需求的拉动 59  4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 60  （1）消费电子市场

发展现状 60  （2）集成电路在消费电子领域的应用 61  （3）消费电子领域对行业需求的拉动

61  4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 61  （1）通信设备市场发展现状 61  （2）集成电路在

通信设备领域的应用 61  （3）通信设备领域对行业需求的拉动 62  4.2.4 工控设备领域对行业的

需求分析 62  （1）工控设备市场发展现状 62  （2）集成电路在工控设备领域的应用 63  （3）

工控设备领域对行业需求的拉动 63  4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 63  （1）汽车电子市

场发展现状 63  （2）集成电路在汽车电子领域的应用 64  （3）汽车电子领域对行业需求的拉

动 65  4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 66     第5章：集成电路封装行业市场竞争分析 67 

5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析 67  5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 67  5.1.2 



国际集成电路封装市场竞争状况分析 68  5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 69  （1）封

装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 69  （2）主板材料的变化趋势 70  5.1.4 跨国企业在

华市场竞争力分析 70  （1）台湾日月光集团竞争力分析 70  （2）美国安靠（Amkor）公司竞

争力分析 72  （3）台湾矽品公司竞争力分析 74  （4）新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

76  （5）力成科技股份有限公司竞争力分析 78  （6）飞思卡尔公司竞争力分析 82  （7）英飞

凌科技公司竞争力分析 84  5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析 86  5.2.1 国内集成电路封装

行业竞争格局分析 86  5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析 86  5.3 集成电路封装行业竞

争结构波特五力模型分析 87  5.3.1 现有竞争者之间的竞争 87  5.3.2 上游议价能力分析 87  5.3.3 

下游议价能力分析 87  5.3.4 行业潜在进入者分析 87  5.3.5 替代品风险分析 88  5.3.6 行业竞争五

力模型总结 88     第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析 89  6.1 集成电路封装行业BGA产

品市场分析 89  6.1.1 BGA封装技术 89  6.1.2 BGA产品主要应用领域 89  6.1.3 BGA产品需求拉动

因素 89  6.1.4 BGA产品市场应用现状分析 89  6.1.5 BGA产品市场前景展望 89  6.2 集成电路封装
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